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Nuovi socket e nuovi dissipatori in arrivo ...

a cura di: Gian Paolo Callalto - giampa - 25-05-2021 14:00

tel

LINK (https://www.nexthardware.com/news/processori-chipset/9380/nuovi-socket-e-nuovi-
dissipatori-in-arrivo-.htm)

Le piattaforme Alder Lake e Ryzen 6000 potrebbero non essere compatibili con gli attuali sistemi di
raffreddamento.
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Intel Comet Lake-S Intel Alder Lake-S
(LGA1200) 37.5x37.5 mm (LGA1700) 37.5x45.0 mm

In base a quanto emerso nelle ultime ore, il futuro socket LGA 1700 dedicato alle CPU Alder Lake, che
mandera in pensione l'attuale socket LGA 1200, avra un'altezza inferiore di 1mm rispetto a quest'ultimo e
anche una diversa disposizione dei fori per il montaggio dei dissipatori.
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Alder Lake-S, infatti, avra un design rettangolare di 37,5x45mm, probabilmente a causa della nuova
architettura big.LITTLE, che combina core "Golden Cove" piu grandi e core "Gracemont" piu piccoli per
offrire un'efficienza energetica notevolmente migliorata.

Probabile che Intel continuera a offrire soluzioni di raffreddamento in bundle per le CPU con un TDP sino a
65W, lasciando senza quelle con prestazioni piu elevate.

Sembra inoltre che, dopo aver collaborato con Cooler Master per la realizzazione del MasterLiquid ML360
Sub-Zero (/news/cooler-master-svela-il-masterliquid-mI360-sub-zero-9243/), Intel stia lavorando anche ad
un sistema di raffreddamento proprietario basato su cella di Peltier.

Per quanto concerne le CPU AMD serie 6000/7000 (nome in codice Raphael), basate su architettura Zen 4,
al momento sappiamo solo che il socket AM5 destinato ad ospitarle non sara piu di tipo PGA, ma LGA
1718 e, quindi, potrebbe valere quanto detto per Intel.
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